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摘 要

微機電領域以微感測器與微致動器為兩大主流，本研究以微感測器與微致動器作一深入研究，感測器方面為一種新型式濕

度感測器，此感測器整合了濕度感測器、與溫度感測器，製作模式是採用標準的MEMS製程來達到低成本及高精度之求。

感測器的結構是利用殘留應力(ressidual stress)在微懸臂(micro-cantilever beam)上產生的翹曲懸臂結構並且用聚醯亞

胺(polyimide)之高分子材料當作感測元件涂布在懸臂上，其感測原理是披覆在感測電極上方之聚醯亞胺薄膜吸附或釋放水

汽，懸臂產生翹曲，藉此來改變白金電阻值的變化，來得知溼度與溫度的變化。 致動器方面，本研究發展一種以金屬材料

為基礎的微加工技術，此技術結合了微影、蒸鍍、和電鍍製程新型式微致動器。致動器的結構是利用聚醯亞胺(polyimide)

之高分子材料做為絕緣層，在薄膜上利用電鍍的技術加工出銅材質的平面線圈，當電流進入線圈後產生磁場與聚二甲基矽

氧烷(PDMS)薄膜上的磁鐵所引發的吸斥作用來驅動機構產生可控制位移，達到致動的效果。

關鍵詞 : 聚醯亞胺，殘留應力，微懸臂樑，微機電系統技術，微線圈，PDMS，溼度計。
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